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|Auswah|optionen und Eigenschaften ||On|ineka|ku|ation ||auf explizite Anfrage |
|Mengen ||1 Stuck bis 1m2 Gesamtflache ||ab 1 Stick |
|Lagenanzah| ||1 bis 2 Lagen ||bis 6 Lagen |
|Materialdicke ||0,05mm bis 0,25mm ||0,06mm* bis 0,30mm |
5um, 9um, 12um, 18um,
—_— *
18um und 28~35um 28~35um*, 70um
. . - . .
Kupferdicke (Basis) 2Ia}g|g Standard wird 18um *2lagig Standard wird 18um
Basiskupfer auf ca. 28um .
Basiskupfer auf ca. 28um
aufgebaut.
aufgebaut.
|Materialfarbe ||beige ||beige |
. . L . Kleberloses Polyimid (Pl),
Basismaterialart Polyimid mit Epoxydkleber Polyethylen (PET)
Kupferart keine Auswahlmaoglichkeit Elqe;k)trolyt— (ED) oder Walzkuper
Dauerbetriebstemperatur Maximum ca. 120° C bis ca. 200° C (_Tg .260)’
kleberloses Polyimid
|Dauerbetriebstemperatur Minimum ||ca. -40° C ||bis ca. -40° C |
|BestUckungsdruckIage ||keiner, Top ||keiner, Top, Bottom, beidseitig |
|L6tstopp|ackfarbe ||ge|b oder grun ||be|b, grun |
|Abdeckfolie lgelbes Polyimid lgelbes Polyimid |
|Kombination Lotstopplack-Abdeckfolie ||nicht moglich ||m('jglich |
|BestUckungsdruckfarbe ||weir3 ||schwarz, blau, gelb, rot |
|Via—FUIIdruck (ohne Kupferverschluss) ||m('jglich mit Abdeckfolie ||m('jglich mit Abdeckfolie |
Versteifungen 0,20mm Polyimid Diverse Dicken FR4 oder Pl
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3M-Klebefolie maoglich maoglich

|Elektrische Prafung ||m('jglich ||m('jglich |

|Plugging (mit Kupferverschluss, z.B. fur ,Via-in-Pad* Technik) ||nicht maoglich ||mt')glich |

|Abziehlack Inicht maglich Iméglich |

|Abfasen ||nicht maoglich ||m(')'glich |
chemisch Zinn, chemisch

Oberflache chemisch Nickel-Gold Nickel-Gold, chemisch Silber,
OSP

|Steckergo|d ||nicht madglich ||m('jglich |

|Langzeittempern ||nicht moglich ||m0'g|ich |

Maximale Leiterplattengrdf3e 1- und 2lagig

235x585mm=2

235x585mm2, Uberlangen mit
Einschrankungen

|Maxima|e LeiterplattengrofRe Multilayer Leiterplatten

||nicht maglich

[220x320mm=

Minimale Leiterplattenflache vereinzelt

0,25cm2 bei Minimum 5mm
Kantenldnge

moglich

<0,25cm=2 / dinner 5mm

|Minimale Leiterplattenbreite ||5mm ||<5mm auf Anfrage |
|Terminoptionen 1- und 2lagige Leiterplatten ||1OAT, 15AT, 20AT ||ab 10AT |
|Terminoptionen 4- bis 6lagige Leiterplatten ||nicht maoglich ||ab 15AT |

|

|Frasen ||nicht madglich ||nicht maoglich
Ritzen nicht méglich moglich, in starrem
Halterahmen

|Sprungritzen

||nicht maoglich

||nicht maoglich

|Stanzen (Softtooling)

||m('jglich

||m('jglich

Stanzen (Hardtooling)

nicht moéglich

moglich
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Handschnitt nicht moglich maoglich

|Senkbohrungen ||nicht moglich ||nicht moglich |
|Z—Achse Frasen / Senkfrasen ||nicht maoglich ||nicht maoglich |
|MuItilayersonderaufbauten ||nicht madglich ||m('jglich |
|Nutzenfertigung ||On|ineka|ku|ation ||auf explizite Anfrage |
|Ritznutzen ||nicht maoglich ||m('jglich |
|Ritz—Stanznutzen ||nicht madglich ||m<'jglich |
|Multinutzen (mehr als 1 Layout je Nutzen) ||nicht moglich ||mdglich |
|Nutzensetzung (durch LeitOn gewahlt) ||m('jglich ||m<'jglich |
|Nutzensetzung (nach Zeichnung) ||m6g|ich ||mt'>g|ich |
|DK-Bohrungen (durchkontaktiert) ||On|ineka|ku|ation ||auf explizite Anfrage |
|Kleinste Bohrung 5um bis 18um (Enddurchmesser) ||nicht maoglich ||0,15mm |
|Kleinste Bohrung 28—35um (Enddurchmesser) ||0,25mm ||O,15mm |
|Kleinste Bohrung 70um (Enddurchmesser) ||nicht maoglich ||O,20mm |
|Kleinster Restring 5pum bis 18um ||nicht madglich ||0,10mm |
|Kleinster Restring 35um ||0,15mm ||0,10mm |
|Kleinster Restring 70pum ||nicht maoglich ||O,15mm |
|Er|aubte Bohrgrofen ||bis 5,5mm in 0,05mm Schritten ||bis 5,5mm in 0,05mm Schritten|
|Bohrungen >5,5mm ||werden gestanzt ||Werden gestanzt |
Minimaler Lochabstand 0,2mm bis 2,0mm Lochdurchmesser 0.50mm 0.40mm

(AuRenkante zu AulRenkante) ’ ’
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Minimaler Lochabstand 2,05mm bis 5,5mm Lochdurchmesser
(Aulienkante zu AuRenkante)

0,60mm

0,50mm

|Ineinanderlaufende Bohrungen

||nicht madglich

||Durch Stanzungen ersetzt |

|Halboffene Durchkontaktierungen an Konturkante

||nicht moglich

||m('jglich

|NDK—Bohrungen (nicht durchkonatktiert)

lOnlinekalkulation

||auf explizite Anfrage

|Kleinste Bohrung (Enddurchmesser)

0,40mm

l0,30mm

Erlaubte BohrgréRen

0,40mm bis 5,5mm in 0,05mm

0,30mm bis 5,5mm in 0,05mm

(Aulienkante zu AuRenkante)

Schritten Schritten
|Kupferfreiste|Iung/Abstand zu Kupfer ||O,25mm ||O,20mm |
|Bohrungen >5,5mm ||werden gestanzt ||Werden gestanzt |
|Minimaler Lochabstand zur AuRenkontur ||O,60mm ||O,50mm |
Minimaler Lochabstand 0,2mm bis 2,0mm Lochdurchmesser 0.50mm 0.40mm
(AuBenkante zu AulRenkante) ’ ’

Minimaler Lochabstand 2,05mm bis 5,5mm Lochdurchmesser 0.60mm 0.50mm

|Ineinanderlaufende Bohrungen

||nicht moglich

10,7 bis 2,0mm

NDK-Bohrungen in Kupferflachen

nicht moglich (werden min.
0,2mm freigestellt)

bei expliziter Mitteilung

|Sack|c'jcher

||On|ineka|ku|ation

||auf explizite Anfrage

|Kleinster Sacklochdurchmesser (Enddurchmesser)

||nicht maoglich

0,20mm

|Kleinstes Aspekt-Ratio

||nicht moglich

I

|k|einster Restring

||nicht moglich

||0,15mm
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|Vergrabene Bohrungen

||On|ineka|ku|ation

||auf explizite Anfrage

|Kleinster Enddurchmesser

||nicht moglich

||0,20mm

|Sch|itze (nicht durchkontaktiert)

lOnlinekalkulation

||auf explizite Anfrage

Innenschlitze

weden gestanzt oder per Hand
geschnitten

Hardtool gestanzt

Kleinste Innenschlitze

Ab 1,0mm gestanzt oder per
Hand geschnitten

Ab 0,5mm Hardtool gestanzt

|Kleinster Radius (Innenkanten) NDK

||rechter Winkel

||spitzer Winkel

ISchlitze (durchkontaktiert)

||On|ineka|ku|ation

||auf explizite Anfrage

|Innensch|itze DK

||nicht moglich

||m('jglich

|Kleinste Innenschlitz DK

||nicht maoglich

||ab 0,50mm Hardtool gestanzt

|Kantenmetal|isierung (auBen) ||nicht moglich ||mijglich
|Sonderformen gestanzt und durckontaktiert (innen) ||nicht maoglich ||m('jglich
|Kleinster Radius (Innenkanten End) DK ||nicht moglich ||Rechter Winkel
|Kleinster Restring ||nicht maoglich ||O,15mm

|Kupfer|agen (aulRen)

|lonlinekalkulation

||auf explizite Anfrage

|Kleinste Leiterbahn Sum

||nicht maoglich

0,03mm

|Kleinste Leiterbahn 9um ||nicht moglich ||0,06mm
|Kleinste Leiterbahn 18um ||nicht maoglich ||0,09mm
|Kleinste Leiterbahn 28—35um ||O,10mm oder 0,15mm ||O,10mm
Kleinste Leiterbahn 70um nicht mdglich 0,20mm
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Kleinster Leiterbahnabstand Sum nicht moéglich 0,03mm

|Kleinster Leiterbahnabstand 9um ||nicht maoglich ||0,06mm |
|Kleinster Leiterbahnabstand 18um ||nicht maoglich ||0,09mm |
|Kleinster Leiterbahnabstand 28—35um ||O,10mm oder 0,15mm ||O,10mm |
|Kleinster Leiterbahnabstand 70um ||nicht maoglich ||0,20mm |
|Keinste Bohrpadgrofile ||0,55mm ||0,40mm |
Kleinste Kupferfreistellung zu Innenschlitz 0,25mm ?r’nzgcr;]”rir;igcrjgr 0.0mm

Kleinste Kupferfreistellung zu Konturkante (gestanzt) 0,25mm ?r’r?e?trz:urinsizggr 0,0mm

|Kleinste Kupferfreistellung zu Konturkante (geritzt)

||nicht maoglich

l0,50mm

|Kupferlagen (innen) — Multilayer

||On|ineka|ku|ation

||auf explizite Anfrage

|
|Kleinste Leiterbahn 5 bis 9um ||nicht moglich ||0,04mm |
|Kleinste Leiterbahn 18um ||nicht moglich ||0,09mm |
|Kleinste Leiterbahn 28—35um ||nicht moglich ||0,10mm |
|Kleinste Leiterbahn 70pum ||nicht moglich ||O,20mm |
|Kleinster Leiterbahnabstand 5 bis 9um ||nicht madglich ||0,04mm |
|Kleinster Leiterbahnabstand 18um ||nicht maoglich ||0,09mm |
|Kleinster Leiterbahnabstand 28—35um ||nicht maoglich ||O,10mm |
|Kleinster Leiterbahnabstand 70um ||nicht maoglich ||O,20mm |
|Kleinste Bohrpadgrofle ||nicht maoglich ||O,40mm |
|Kleinste Kupferfreistellung zu Konturkante ||nicht moglich ||0,30mm |
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Kleinste Kupferfreistellung zu Innenschlitz

nicht moéglich

0,35mm

|k|einste Kupferfreistellung zu Bohrungen

||nicht moglich

||O,35mm

|thstoppmaske ||On|inekalkulation ||auf explizite Anfrage |
I-l Schmalste Létstoppstege (gerade) 0,10mm 0,08mm

2% schmalste Lotstoppstege (rund) 0,05mm 0,05mm
12 Kleinste GroBe umlaufend zu Kupferpad 0,05mm <Omm

|Schma|ste Schriftdicke ||O,25mm ||O,25mm |

|Abdeckfo|ie (gestanzt / gebohrt / gelasert)

||On|ineka|ku|ation

||auf explizite Anfrage

|Kleinstes rechteckiges Pad ||5x5mm ||2x2mm (gelasert) |
I-l Schmalste Létstoppstege (gerade) 5,0mm 0,08mm

229 schmalste Lotstoppstege (rund) 3,0mm 0,05mm
12 Kleinste GroBe umlaufend zu Kupferpad 0,2mm <Omm

|Schmalste Schriftdicke

||nicht moglich

||nicht moglich

|BestUckungsdruck ||On|ineka|ku|ation ||auf explizite Anfrage |
|Schma|ste Strichstarke ||O,20mm ||O,15mm |
|Kleinster Schriftabstand ||0,20mm ||0,15mm |
|Freiste|lung zu Kupferpads ||0,20mm ||O,15mm |
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|Karb0ndruck ||On|ineka|ku|ation ||auf explizite Anfrage |
|Kleinster Pad-Abstand ||nicht maoglich ||0,30mm |
|To|eranzen, Werte, Kennzeichnungen & Normen ||On|ineka|kulation ||auf explizite Anfrage |
Max. Abweichung des Bohrungsmittelpunktes zum zeichnerischen 0.10mm 0.075mm
Bezugspunkt: ’ ’
|Maximaler Versatz Lotstopp (Lack oder Folie) / Leiterbild: ||O,20mm ||O,10mm |
|Lochdurchmesser DK (bis 3mm) ||—0/+O,10mm ||—0/+O,10mm |
|Lochdurchmesser DK (groéRer 3mm) ||—0,05/+O,10mm ||—O/+0,10mm |
|Lochdurchmesser NDK (bis 6mm) ||—0,05/+0,10mm ||-O/+0,10mm |
|Lochdurchmesser DK (groRer 6mm) ||—0,05/+O,10mm ||—O/+0,10mm |
|Kontur ||+/-O,30mm ||+/-O,10mm |
|Maximaler Versatz Kontur/Leiterbild ||+/—O,30mm ||+/—O,10mm |
|Ritztiefe ||nicht madglich ||+/—0,20mm |
|Z—Achse Tiefe ||nicht maoglich ||+/—O,20mm |
Ritzlage /Leiterbild Inicht moglich [+/-0,20mm |
|Atzto|eranz Leiterdicke S5um ||nicht moglich ||+0/—0,02mm |
|Atzto|eranz Leiterdicke 18um ||+O/—0,03mm ||+O/—0,03mm |
|Atzto|eranz Leiterdicke 28—35um ||+O/-0,05mm ||+O/-0,05mm |
|Atzto|eranz Leiterdicke 70pm ||nicht maoglich ||+O/—0,08mm |
Materialdickentoleranz +/-10% individuell unterschiedlich, bitte
anfragen
|Kupferschichtdickentoleranz ||+/—10% ||+/—10% |
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Schichtdicke Zinn (chemisch Zinn)

>= 0,5um

>=1,0um

|Schichtdicke Zinn (HAL-bleifrei)

||nicht moglich

||nicht moglich

ISchichtdicke Zinn (HAL-verbleit)

||nicht moglich

||nicht moglich

|Chemisch Nickel-Gold fur Loten (Nickelschicht)

||2,5um bis S5um

||2,5um bis 5um

|Chemisch Nickel-Gold fur Léten (Goldschicht)

0,025um bis 0,075 pm

0,05um bis 0,075 pm

|Chemisch Nickel-Gold fur Golddrahtbonding (Nickelschicht)

||nicht madglich

||nicht madglich

|Chemisch Nickel-Gold fur Golddrahtbonding (Goldschicht)

||nicht moglich

||nicht maoglich

|Chemisch Nickel-Gold fur Aludrahtbonding (Nickelschicht)

||2,5um bis Spum

||2,5um bis 5um

|Chemisch Nickel-Gold fur Aludrahtbonding (Goldschicht)

0,025um bis 0,075 um

l0,05um bis 0,075 pm

|Ga|v. Steckerleistengold — weich, bondbar (Nickelschicht) ||nicht maoglich ||4um bis 8um
|Ga|v. Steckerleistengold — weich, bondbar (Goldschicht) ||nicht maoglich ||0,2um bis 0,3um
|Ga|v. Steckerleistengold — hart (Nickelschicht) ||nicht moglich ||4pm bis 8um

|Ga|v. Steckerleistengold — hart (Goldschicht)

||nicht moglich

10,8um bis 1um

|Schichtdicke Lotstopplack ||ca. 10pum ||>15um

Schichtdicke Abdeckfolie 125,4pm lab 12,5um
|Schichtdicke Kleber Polyimid-Basisfolie zu Kupfer (Epoxydharz) ||25,4um ||ab 12,5um
Schichtdicke Kleber Polyimid-Abdeckfolie zu Kupfer (Epoxydharz) [25,4um lab 12,5um

|KupferhUIse Leiterdicke 5 bis 18um

||mindestens 6pum

||mindestens 6um

|KupferhUIse Leiterdicke 28—35um

||mindestens 10pm

||mindestens 10pm

|KupferhUIse Leiterdicke 70um

||mindestens 12um

||mindestens 12pum

|Verwindung

||max. 1%

max. 0,5%

|Verwd|bung

||max. 1%

||max. 0,5%

Anfaswinkel

nicht moéglich

nicht moéglich
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Basismaterial RoHS-konform ja, immer ja, immer

Oberflachen RoHS-konform ja, immer ’I’an'g\Tf\r/’e{:tl;IZif‘ Vg:\?vr'z:ir?l)t(%vhjlrtde
|IPC—Norm ||tei|weise ||IPC—6013 - Klasse 1, 2 oder 3
|UL—ZuIassung der Leiterplatten (UL-Nummer, Logo, Datecode) ||nicht moglich ||m('jglich

|UL—ZuIassung des Leiterplattenbasismaterials ||tei|weise ||mijglich |
Einfiigen von Datecode (WW/1J) ;nni;gelg::r; bitte in Bemerkung ;nniz;gelg::r; bitte in Bemerkung
EinfiUgen von Herstellerkennzeichen (LeitOn) ;nnzge::oc:r; bitte in Bemerkung ;nnzge::oc:r; bitte in Bemerkung
DIN EN ISO 9001 Zertifizierung Arbeitsvorbereitung, CAM und . .

Auftragsabwicklung uber LeitOn GmbH ja ja

|DIN EN 1SO 9001 Zertifizierung Leiterplattenhersteller ||ja ||ja |
|DIN EN ISO 14001 Zertifizierung Leiterplattenhersteller ||nein ||mt')glich |
|DIN EN ISO 16949 Zertifizierung Leiterplattenhersteller ||nein ||m('jglich |

© LeitOn

Printed circuits - PCB - Leiterplatten - Elfill EE #4477 - Circuitos impresos - Plaquettes imprimées - 7'V > k%47 -
www.leiton.com

Circuiti stampati - Placas electronicas - Kretskorts - Printplaten



